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【手続補正書】
【提出日】平成29年10月26日(2017.10.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のレイヤを含むトランスデューサエレメントのアレイと、
　前記トランスデューサエレメントのアレイに対して構造的に結合された集積回路と、
　前記トランスデューサエレメントのアレイとは反対側の前記集積回路上に配置された背
面ブロックと、
　相互接続と、
　を含む、超音波トランスデューサアレイアセンブリであって、
　前記相互接続は、アンダーフィル材料によって固定的に保持されるように配置されてお
り、かつ、前記集積回路と前記複数のレイヤのうち少なくとも一つのレイヤとの間に位置
決めされおり、
　前記トランスデューサエレメントのアレイは、さらに、終端エレメントを含み、
　前記終端エレメントは、前記少なくとも一つのレイヤまで延びているか、または、前記
少なくとも一つのレイヤの中に形成されており、かつ、前記相互接続をオーバーハングし
ており、前記終端エレメントは、ダミーエレメントである、
　超音波トランスデューサアレイアセンブリ。
【請求項２】
　前記相互接続は、フレキシブル回路を含む、
　請求項１に記載の超音波トランスデューサアレイアセンブリ。
【請求項３】
　前記相互接続は、フレキシブル回路に対して接続されたワイヤボンドを含む、
　請求項１に記載の超音波トランスデューサアレイアセンブリ。
【請求項４】
　前記相互接続は、前記集積回路と前記複数のレイヤ全体との間に配置されている、
　請求項１に記載の超音波トランスデューサアレイアセンブリ。
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【請求項５】
　前記相互接続は、前記集積回路と前記複数のレイヤのうち一つとの間に配置されている
、
　請求項１に記載の超音波トランスデューサアレイアセンブリ。
【請求項６】
　前記集積回路は、スタッドバンプを使用して、前記トランスデューサエレメントのアレ
イに対して構造的に結合されている、
　請求項１に記載の超音波トランスデューサアレイアセンブリ。
【請求項７】
　前記集積回路は、減算的に作成されたバンプを使用して、前記トランスデューサエレメ
ントのアレイに対して構造的に結合されている、
　請求項１に記載の超音波トランスデューサアレイアセンブリ。
【請求項８】
　前記背面ブロックは、レジンで満たされた多孔性フォーム材料を含む、
　請求項１に記載の超音波トランスデューサアレイアセンブリ。
【請求項９】
　前記集積回路の外側端は、前記複数のレイヤのうち少なくとも一つの外側端とおおよそ
同一のプレーンに配置される、
　請求項１に記載の超音波トランスデューサアレイアセンブリ。
【請求項１０】
　超音波トランスデューサアレイアセンブリを作成するための方法であって、
　相互接続を集積回路に対して接続するステップと、
　前記集積回路を複数のレイヤを含むトランスデューサエレメントのアレイに対して結合
するステップと、を含み、
　前記相互接続は、前記集積回路と前記トランスデューサエレメントのアレイの前記複数
のレイヤのうち少なくとも一つのレイヤとの間に配置されており、
　前記トランスデューサエレメントのアレイは、さらに、終端エレメントを含み、
　前記終端エレメントは、前記少なくとも一つのレイヤまで延びているか、または、前記
少なくとも一つのレイヤの中に形成されており、かつ、前記相互接続をオーバーハングし
ており、前記終端エレメントは、ダミーエレメントであり、
　前記方法は、さらに、
　前記相互接続と前記複数のレイヤのうち少なくとも一つとの間にアンダーフィル材料を
提供するステップであり、それにより、前記相互接続を前記相互接続と前記複数のレイヤ
のうち少なくとも一つとの間で固定的に位置決めするステップ、
　を含む、方法。
【請求項１１】
　前記方法は、
　前記複数のレイヤとは反対側の前記集積回路上に配置された背面ブロックを備えるステ
ップ、を含む、
　請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記方法は、さらに、
　前記トランスデューサエレメントのアレイを形成するように、前記複数のレイヤをダイ
シング切断するステップ、を含む、
　請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記相互接続は、フレキシブル回路を含む、
　請求項１０に記載の方法。
【請求項１４】
　前記相互接続は、フレキシブル回路に対して接続されたワイヤボンドを含む、
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　請求項１０に記載の方法。
【請求項１５】
　前記方法は、
　前記集積回路の外側端を、前記複数のレイヤのうち少なくとも一つの外側端とおおよそ
同一のプレーンに配置するステップ、を含む、
　請求項１０に記載の方法。
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